ABTECH

o \Wytyczne Uni Europejskiej dot.
kompatybilno$cielektromagnetycznej weszty
w zycie z dniem 01.01.1996 na terenie UE

o Urzadzenie elektrotechniczne muszg byc¢
skonstruowane w sposéb wykluczajgcy
oddziatywanie promieniowania
elektromagnetycznego i same nie mogg by¢
zrédtem takiego promieniowania, zaktécajacego
prace innych urzadzen i instalaciji

e Urzgdzenia odpowiadajgce wymogom UE oznaczane
sg znakiem CE

Tworzywo sztuczne jako materiat ostonowy

Obudowy z tworzych sztucznych jak np. Serie ZP i
BPG sg zasadniczo nieprzystosowane do
zapobiegania oddziatywaniu zakt6cen
elektromagnetycznych.

Jesli z powodu mniejszej masy w poréwnaniu z
aluminium lub z innych powodoéw konieczne jest
zastosowanie obudéw z tworzyw sztucznych,
konieczne sg dodatkowe dziatania. Zasadniczo
stosuje sie napylanie cze$ci wewnetrzej aluminium.

Rozwigzanie to z powodu wysokich kosztow znajduje

zastosowanie tylko przy wytwarzaniu duzych serii.
Przy matych i $rednich seriach optacalne jest
pokrywanie wnetrza przewodzgcym lakierem
miedzianym oraz cynkowanie.

Dodatkowo stosowane sg uszczelki przewodzace,

tworzgce potgczenie pomiedzy elementami obudowy.

Obudowy kompatybilne elektromagnetycznie EMC

o \W przypaku obudow wplyw na emisje zaktocen
elektromagnetycznych ma zaréwno materiat,

z ktorego sg wykonane, jak i ksztalt, konieczne
otwory i przeprowadzenia przewodow.

e Same obudowe nie moga skutecznie zapobiegac¢
emisji, wiec puste obudowy nie mogg otrzymacé
Swiadectwa kompatybilnoéci, sg one
jednak, dzieki odpowiedniemu doborowi materiatow,
waznym elementem zabezpieczenia przed szkodliwym
wplywem promieniowania elektromagnetycznego.

Metal jako material ostonowy

Obudowy aluminiowe z serii ZAG, a w szczego6lnosci
obudowy ECA i ETS osiggajg juz w wykonaniu
standardowym wysoki stopient zabezpieczenia przed
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Chociaz w poréwnaniu do obudéw z tworzyw
sztucznych sg rozwigzaniem drozszym, to jednak w
wiekszos$ci przypadkéw mozliwa jest rezygnacja z
dodatkowych, kosztownych dziatarh majgcych na celu
poprawe ekranowania.

Wzmocnienie ekranowania moze by¢ osiggniete
poprzez zastosowanie przewodzgcych uszczelek
pomiedzy pokrywg o czescig dolng.

W tym celu wnetrze obudowy i strefa uszczelnienia sg
nielakierowane a tylko powierzchnie zewnetrzne
pokrywane sg lakierem proszkowym jako ochrong
przed korozja.

Uszczelka silikonowa pokryta warstwag miedzi i srebra
tworzy potgczenie przewodzace pomiedzy
elementami obudowy.

Moduty i ztgczki mogg by¢ na duzej powierzchni
potaczone z masg obudowy na wewnetrzych
$ciankach.




Typ

H A c
ZAG1 50 45 30 43 38 25| 15 6 40 | 35 D G
ZAG 2 58 | 64 34 | 51 57 | 27 | 17 9 46 | 36
ZAG3 98 64 34 92 57 27 | 17 9 86 | 35 o E
ZAG 4 150 | 64 36 | 143 57 [ 29 20 | 10 | 138 | 35 5
ZAG5 75 80 57 73 73 51 46 15 63 | 52
ZAG 6 125 | 80 57 | 118 | 73 51 | 45 15 13| 52 i o) B
ZAG7 1751 80 57 | 168 | 73 51 45 15 163 | 52 &
ZAG 8 250 | 80 54 | 242 71 45| 39 | 13 | 238 52 %
ZAGY 122 {120 | 80 | 113 | 111 73 | 62 20 106 | 82 \l’LJ
ZAG 9.9 122 { 120 | 90 | 113 | 111 82| 72 30 106 | 82 F
ZAG10 220 |1 120 80 | 213 | 1M 73 | 63 20 204 | 82
ZAG10.9 220 (120 | 90 | 211 | 110 | 82 | 73 30 | 204 | 82
ZAG 11 160 [ 160 | 90 | 151 | 151 83 | 74 20 140 | 110
ZAG 12 260 | 160 | 90 | 250 | 150 | 83 | 74 | 20 | 240 110 Boki obudowy do wykonania otworow
ZAG 13 360|160 | 90 | 351 150 | 83 | 74 20 | 340| 110 A
ZAG 14 560 [ 160 | 90 | 550 | 150 | 80 | 71 | 20 | 540 110
ZAG 15 2001230 | 110 | 191 219 | 106| 97 20 1801 180 C D
ZAG 16 330 [ 230 | 110 | 320 | 220 | 102| 93 | 20 | 310| 180 B
ZAG 17 330|230 | 180 318 216 | 171 162 | 20 | 310| 180
ZAG 18 400 | 230 | 110| 387 | 218 97 | 87 | 20 | 382| 181 Poprzez niedoktadnosc¢ formy wymiary obrysu
ZAG18.3 | 400 | 310 | 110 394 | 303 | 101| 92 | 20 | 382 262 moga ulegaé nieznacznym zmianom ( ca. 1 stopien).
ZAG 19 420 | 240 | 210 | 403 | 226 | 202 193 | 20 | 400 | 190 Dla celéw doktadnego montazu prosze zazadac
ZAG 20 600 | 230 | 110 5891 217 | 100| 91 20 | 580 180 wzoréw doktadnych rysunkow. Modele ZAG! do ZAG4
ZAG 21 360 | 120 | 80 | 350| 110 | 72 | 63 | 20 | 344 | 83 bez progu, montaz listw itp. przez spéd obudowy.
ZAG 22 280 | 230 | 110 | 267 | 221 99 | 92 20 260 | 180




